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上海正帆科技股份有限公司

关于筹划收购股权事项并签署《股权收购意向协议》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）拟以现

金方式购买辽宁汉京半导体材料有限公司（以下简称“汉京半导体”或“标的公

司”）5名股东持有的 62.23%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，

汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。交易各方对本次交易签署了《股权收

购意向协议》。

●根据初步调查情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章

程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易契合公司发展战略。交易完成后，公司将为汉京半导体导入更多

客户资源，同时在产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生较强的协同效应，

使公司在半导体核心零组件领域取得更大成长，推动 OPEX 业务发展，提升公司

的核心竞争力与持续的业绩增长动力。

●本次交易最终的收购协议尚未签署。本次签署《股权收购意向协议》系确

定各方合作意愿和交易核心条款，该交易事项尚存在不确定性。公司后续将积极

推进本次交易的完成，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行董事会审议

程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易概述



（一）交易的基本情况

石英制品和碳化硅陶瓷制品产业是半导体制造等高科技领域的关键支撑行

业，因其卓越的高纯度、耐高温、低膨胀、耐腐蚀等特性，广泛应用于单晶硅片

制造和晶圆制造的各个环节，是半导体芯片光刻、刻蚀、扩散、清洗等工艺制程

中不可或缺的高耗零部件。半导体生产配套的石英制品和先进陶瓷材料制品均具

有技术壁垒高、验证导入难度大的特点。国内市场长期被国外企业垄断，国产替

代空间巨大。

汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，主要产品包含石英

管、石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。汉

京半导体作为国内首家碳化硅耗材生产商、国内石英制品产业的头部供应商，以

优越的技术和稳定的品质成为东京电子（TEL）、日立国际电气（KE）等国际头

部半导体设备厂商的核心供应商，同时产品已经导入台积电（TSMC）等众多国内

外一线晶圆厂，以及北方华创、拓荆、中微等国内著名半导体工艺设备厂商。汉

京半导体实现了半导体“卡脖子”关键材料的国产替代，部分产品市占率已超越

国际供应商。目前汉京半导体正处于高速发展期，除现有产线外，还在推进高端

产线建设，包括国内第一条极高纯石英生产线，其产品等级将对应 10 纳米以下

的半导体先进工艺制程；同时正在建设国内第一条半导体碳化硅零部件生产线，

在先进碳化硅零部件领域突破“卡脖子”产品。

公司拟以现金方式向 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司（以下简称

“SINGAREVIVAL”）、沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“沈阳

秦科”）、上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海汉富”）、

辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙）（以下简称“辽宁汉宥”）、辽宁唐科

咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“辽宁唐科”）5名标的公司股东购买

其持有的汉京半导体总计 62.23%的股权,并将标的公司纳入合并报表范围。

序号 交易对方 持股比例（%） 转让比例（%）

1 SINGAREVIVAL 41.2000 41.2000

2 沈阳秦科 11.6000 11.6000

3 上海汉富 2.2000 2.2000

4 辽宁汉宥 4.6856 1.6800



5 辽宁唐科 15.5462 5.5500

合计 75.2318 62.2300

公司将以现金支付方式完成本次交易，资金来源为自有和自筹资金。

（二）其他情况

根据初步调查情况以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》

的规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方的基本情况

（一） SINGAREVIVAL

企业名称 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司

企业类型 私人有限公司

成立日期 2020 年 4 月 6 日

注册地址 4 CHANGI NORTH STREET 1, HERMES EPITEK CENTRE,

SINGAPORE 498816

注册资本 1,000,000 美元

主要股东 LU FEI CHIAN（吕辉强） 100%

主营业务 投资、企业管理等

截至本公告披露日，SINGAREVIVAL不是失信被执行人，与公司之间不存

在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（二）沈阳秦科

企业名称 沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型 有限合伙企业

成立日期 2022 年 6 月 15 日

注册地址 辽宁省沈阳市和平区三好街 96 号 S0130

出资总额 3,000 万人民币

统一社会信用代码 91210102MABNTJ4J9P

执行事务合伙人 北京浙商华盈创业投资管理有限公司

主要股东 高君 13.5%、薛逸裴 12.75%、崔玉宏 12.75%、汪文玉



10%、李宇敏 7.5%等

截至本公告披露日，沈阳秦科不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（三）上海汉富

企业名称 上海汉富集业咨询管理合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

成立日期 2023 年 6 月 27 日

注册地址 上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 8 层 293 室

出资总额 550 万人民币

统一社会信用代码 91310112MACMPW053U

执行事务合伙人 陈明玮

主要股东 马曙民 63.6364%、陈明玮 36.3636%

截至本公告披露日，上海汉富不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（四）辽宁汉宥

企业名称 辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

成立日期 2024 年 10 月 24 日

注册地址 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发二十二号路

193-1 号（全部）二层（二室）

出资总额 1171.3898 万人民币

统一社会信用代码 91210106MAE2PFN677

执行事务合伙人 高君

主要股东 高君 42.6843%、李巍 8.0418%、胡春泉 5.4818%、欧

国淼 5.1364%等

截至本公告披露日，辽宁汉宥不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（五）辽宁唐科

企业名称 辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙)



企业类型 有限合伙企业

成立日期 2022 年 3 月 18 日

注册地址 辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 20 号-2 号

出资总额 3886.5562 万人民币

统一社会信用代码 91210106MA7KCNQJ7W

执行事务合伙人 高君

主要股东 高君 12.8323%、刘妍 9.8529%、李英龙 7.3297%、齐

大丰 4.6194%、石超 4.3621%、薛逸裴 4.3621%等

截至本公告披露日，辽宁唐科不是失信被执行人，与公司之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、 交易标的基本情况

（一）标的公司简介

1、标的公司基本情况

汉京半导体成立于 2022年，系由原沈阳汉科半导体材料有限公司（以下简

称“汉科半导体”）全体核心团队成立的专注于高纯石英材料及碳化硅陶瓷材料的

主体，汉京半导体与汉科半导体于 2024年 10月 24日签订《资产转让协议》，

约定汉科半导体向汉京半导体出售特种陶瓷制品、石英与金属材料制品制造和维

修业务的相关资产，汉科半导体将全部业务转给汉京半导体后逐步停止生产经

营，上述交易已于 2024年 11月 24日完成交割。

公司名称 辽宁汉京半导体材料有限公司

企业类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91210106MABRRWDB9M

注册地址 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区昆明湖街 20 号（全部）

一层

成立日期 2022-06-24

注册资本 25,000 万人民币

法定代表人 LU FEI CHIAN（吕辉强）

经营范围 一般项目：特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，技术



玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，石墨及碳素制品制造，

石墨及碳素制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否失信被执行人 否

有优先受让权的其他

股东是否放弃优先受

让权

是

汉京半导体与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。

2、标的公司股权结构

截至本公告披露日，汉京半导体股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 SINGAREVIVAL 控股私人有限公司 10,300.00 41.2000%

2 汉泰私人有限公司 4,500.00 18.0000%

3 辽宁汉鸿咨询管理合伙企业(有限合伙) 1,000.00 4.0000%

4 沈阳秦科创业投资合伙企业(有限合伙) 2,900.00 11.6000%

5 上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙) 550.00 2.2000%

6 辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙） 1,171.39 4.6856%

7 辽宁汉钧咨询管理合伙企业(有限合伙) 692.05 2.7682%

8 辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙) 3,886.56 15.5462%

总计 25,000.00 100.0000%

预计本次交易完成后，汉京半导体股权结构将变更如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 上海正帆科技股份有限公司 15,557.50 62.2300%

2 汉泰私人有限公司 4,500.00 18.0000%



3 辽宁汉鸿咨询管理合伙企业(有限合伙) 1,000.00 4.0000%

4 辽宁汉宥咨询管理合伙企业(有限合伙） 751.40 3.0056%

5 辽宁汉钧咨询管理合伙企业(有限合伙) 692.05 2.7682%

6 辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙) 2,499.05 9.9962%

总计 25,000.00 100.0000%

3、标的公司主营业务

标的公司拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，主要产品包含石英管、

石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。

4、标的公司主要财务指标

标的公司 2023年度、2024年度及最近一期的主要财务数据如下：

2023年 12月 31日

（未经审计）

2024年 12月 31日

（未经审计）

2025年 3月 31日

（未经审计）

资产总额（万元） 75,742.11 113,015.53 97,945.15

负债总额（万元） 13,743.01 70,987.58 72,256.59

净资产额（万元） 61,999.10 42,027.95 25,688.56

营业收入（万元） 50,883.45 46,136.37 8,822.20

净利润（万元） 11,792.30 8,401.83 2,320.23

注：表中 2023年度、2024年度财务数据为汉京半导体和汉科半导体合并数，双

方已于 2024年完成相关业务资产交割，自 2025年开始，汉科半导体不再独立开

展业务。

四、 《股权收购意向协议》的主要内容

（一）合同主体

受让方：上海正帆科技股份有限公司

出让方：SINGAREVIVAL 控股私人有限公司、沈阳秦科创业投资合伙企业(有

限合伙)、上海汉富集业咨询管理合伙企业(有限合伙)、辽宁汉宥咨询管理合伙

企业(有限合伙）、辽宁唐科咨询管理合伙企业(有限合伙)

（二）主要内容



1、交易概况

受让方拟向以上 5名出让方收购其持有的标的公司总计 62.23%股权。本次

交易完成后标的公司成为受让方的控股子公司。

2、业绩承诺

出让方承诺，本次交易正式完成后，2025年至 2027年三年标的公司累计净

利润不低于 3.93亿元。出让方应当对业绩承诺承担现金补偿和担保责任。

3、尽职调查

出让方、标的公司同意受让方在本意向协议签订后，尽快完成财务、法律、

业务等事项的尽职调査工作，并确保提供资料真实、准确、完整。

4、排他期

本意向协议签订后的 90日为排他期，除受让方书面声明放弃本次收购以外，

出让方不得直接或间接将本次收购事宜与受让方以外的任何其他方达成任何包

括但不限于合同、协议、备忘录、意向协议等文件。

五、 交易标的定价情况

公司已与标的公司汉京半导体及其 5位股东签署股权收购意向协议，各方同

意拟按照标的公司 100%股权价值为 18 亿元估值转让 62.23%的股权。

根据汉京半导体的主营业务情况，其同行业可比非上市公司的估值区间为市

盈率（PE）15 倍至 36.8 倍之间。按汉京半导体 2024 年净利润 8,401.83 万元计

算，本次对应 PE 为 21.4 倍，与市场估值情况相符。若考虑其承诺未来三年净利

润 3.93 亿元，即平均每年 1.31 亿元计算，则对应 PE 为 13.7 倍。

本次交易对价系基于对标的公司的行业影响力、业务发展情况、技术先进性

和往年的业绩情况，并充分考虑标的公司与正帆科技的业务协同性，以及出让方

对于标的公司未来三年的业绩承诺和参考同行业可比公司的估值情况等综合考

虑，经过双方友好协商确定，符合相关法律法规规定和市场情况。

截至本公告披露日，标的公司正在进行审计评估，最终交易金额将依据评估

报告确定，以公司后续披露为准。

六、 本次交易对上市公司的影响



1、 本次收购标的公司股权高度契合公司多年贯彻的发展战略，交易完成将

拓展公司的高耗零部件产品线，有力推动公司 OPEX 类业务的拓展。

2、 公司长期深耕半导体与泛半导体行业，与标的公司的客户群体高度一

致，通过整合双方客户资源，将有效推动双方的市场拓展，扩大公司在国内外半

导体市场的影响力。

3、 标的公司拥有高纯度非金属材料制品的技术优势，公司作为上市企业具

备充足的运营管理经验。通过此次股权收购，双方在技术研发、生产运营等方面

的经验和优势将相互融合，有助于提升公司的整体运营效率和服务质量，更好地

满足客户需求。

综上，本次收购将为公司带来长远的业绩增长动力，提升公司的核心竞争力

和市场价值。随着半导体行业的持续发展和国产替代进程的加速，公司有望在半

导体零部件领域取得更大成长，为股东创造更多价值。

七、 风险提示

本次交易最终的收购协议尚未签署。本次签署《股权收购意向协议》系确定

各方合作意愿和交易核心条款，该交易事项尚存在不确定性。公司后续将积极推

进本次交易的完成，并将严格按照相关法律法规的规定，及时履行董事会审议程

序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年 7月 9日


